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证券代码：301629                证券简称：矽电股份                公告编号：2026-008 

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 

2026 年第一季度报告 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

重要内容提示： 

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务

信息的真实、准确、完整。 

3.第一季度财务会计报告是否经过审计 

□是 否 
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一、主要财务数据 

（一） 主要会计数据和财务指标 

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 

□是 否 

 
本报告期 上年同期 

本报告期比上年同期增减

（%） 

营业收入（元） 31,380,326.81 92,366,957.65 -66.03% 

归属于上市公司股东的净利

润（元） 
-10,398,831.64 11,504,343.53 -190.39% 

归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润

（元） 

-11,879,852.94 10,200,402.59 -216.46% 

经营活动产生的现金流量净

额（元） 
-39,285,075.35 -1,800,175.86 -2,082.29% 

基本每股收益（元/股） -0.25 0.37 -167.57% 

稀释每股收益（元/股） -0.25 0.37 -167.57% 

加权平均净资产收益率 -0.88% 1.59% -2.47% 

 
本报告期末 上年度末 

本报告期末比上年度末增减

（%） 

总资产（元） 1,413,833,587.23 1,391,808,766.67 1.58% 

归属于上市公司股东的所有

者权益（元） 
1,182,611,037.00 1,193,009,868.64 -0.87% 

 

 

（二） 非经常性损益项目和金额 

适用 □不适用 

单位：元 

项目 本报告期金额 说明 

非流动性资产处置损益（包括已计提

资产减值准备的冲销部分） 
-1,665.82 固定资产处置损益 

计入当期损益的政府补助（与公司正

常经营业务密切相关、符合国家政策

规定、按照确定的标准享有、对公司

损益产生持续影响的政府补助除外） 

903,477.80 政府补助 

除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融

资产和金融负债产生的公允价值变动

损益以及处置金融资产和金融负债产

生的损益 

861,411.27 理财收益 

除上述各项之外的其他营业外收入和

支出 
-157,439.26 其他营业外收支 

其他符合非经常性损益定义的损益项

目 
149,131.04 其他 

减：所得税影响额 263,590.56  

少数股东权益影响额（税后） 10,303.17  
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合计 1,481,021.30 -- 

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 

适用□不适用 

主要为代扣代缴个税手续费返还。 

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项

目界定为经常性损益项目的情况说明 

□适用 不适用 

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经

常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 

适用 □不适用 

1、资产负债表项目 

项目 本期期末 上期年末 变动比率 变动说明 

预付款项 9,464,165.93 4,248,596.36 122.76% 
主要系报告期内采购备料预付款

增加所致 

应收款项融资 28,914,825.11 19,208,252.34 50.53% 
主要系报告期内收到信用级别较

高的银行承兑增加所致 

其他流动资产 13,249,603.18 5,700,405.38 132.43% 
主要系报告期内销售出库开票的

销项税金增加所致 

使用权资产 8,732,945.96 1,148,530.53 660.36% 
主要系报告期内租赁合同到期重

签后确认得使用权资产所致 

递延所得税资产 17,411,065.33 13,163,765.88 32.27% 
主要系报告期内亏损确认递延所

得税资产增加所致 

应付账款 59,831,389.50 33,371,109.90 79.29% 主要系报告期内采购额增加所致 

合同负债 75,562,871.55 49,476,009.76 52.73% 
主要系报告期内预收账款增加所

致 

应付职工薪酬 8,266,814.55 15,173,167.88 -45.52% 
主要系上报告期末计提奖金于本

期发放所致 

一年内到期的非流动负债 3,113,070.50 414,054.47 651.85% 

主要系报告期内租赁合同到期重

签后一年内到期的租赁负债增加

所致 

租赁负债 5,723,208.12 772,704.98 640.67% 
主要系报告期内租赁合同到期重

签后确认租赁负债增加所致 
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少数股东权益 -956,913.89 -528,098.68 -81.20% 主要系报告期内子公司亏损所致 

2、利润表项目 

项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 变动说明 

一、营业收入       31,380,326.81        92,366,957.65  -66.03% 
主要系报告期内设备验收金额下降

所致 

    减: 营业成本       21,628,610.55        59,724,405.16  -63.79% 
主要系报告期内设备验收金额下降

所致 

        销售费用        6,021,402.54         4,105,880.64  46.65% 
主要系报告期内扩大业务覆盖，人

员增加，薪酬增加所致  

        加：其他收益        1,962,909.08         3,502,214.05  -43.95% 
主要系报告期内软件退税金额同比

减少所致 

        投资收益(损失

以“-”号填列) 
       1,590,411.27           149,993.61  960.32% 

主要系报告期内现金管理理财收益

同比增加所致 

        资产减值损失

（损失以“-”号填

列） 

        -208,936.84        -1,391,712.25  84.99% 
主要系报告期内存货跌价计提金额

减少所致 

二、营业利润（亏

损以“-”号填列） 
     -14,682,353.26        10,994,124.69  -233.55% 

主要系报告期内设备验收金额下降

所致 

    加：营业外收入          -11,155.45           754,561.24  -101.48% 
主要系上年报告期有大额应付核

销，本报告期无大额应付核销 

    减：营业外支出          147,949.63            34,194.91  332.67% 
主要系报告期内有对高校捐赠支出

所致 

三、利润总额（亏

损总额以“-”号填

列） 

     -14,841,458.34        11,714,491.02  -226.69% 
主要系报告期内设备验收金额下降

所致 

    减：所得税费用       -4,013,811.49            92,288.22  -4449.21% 
主要系报告期内亏损确认递延所得

税资产所致 

四、净利润（净亏

损以“-”号填列） 
     -10,827,646.85        11,622,202.80  -193.16% 

主要系报告期内设备验收金额下降

所致 

    归属于母公司所

有者的利润 
     -10,398,831.64        11,504,343.53  -190.39% 

主要系报告期内设备验收金额下降

所致 

    少数股东损益         -428,815.21           117,859.27  -463.84% 主要系报告期子公司亏损增加所致 

3、现金流量表项目 

项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 变动说明 

经营活动产生的现金流量净额 -39,285,075.35 -1,800,175.86 -2082.29% 
主要系报告期内销售收款减

少所致 

投资活动产生的现金流量净额 12,465,274.32 -200,904.00 6304.59% 
主要系报告期内募投资金及

自有资金现金管理增加所致 

筹资活动产生的现金流量净额 -904,262.29 497,270,443.04 -100.18% 

主要系上期 IPO 募集资金，

本报告期无重大股权融资所

致 

五、现金及现金等价物净增加额 -27,724,063.32 495,269,363.18 -105.60% 
主要系上期 IPO 募集资金，

本报告期无重大股权融资所
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致 

六、期末现金及现金等价物余额 221,227,852.23 759,039,997.69 -70.85% 
主要系报告期内现金管理资

金未到期所致 

 

二、股东信息  

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 

单位：股 

报告期末普通股股东总数 
12,41

6 

报告期末表决权恢复的优先股股东总数

（如有） 
0 

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 

股东名称 股东性质 

持股

比例

（%

） 

持股数量 
持有有限售条

件的股份数量 

质押、标记或冻结

情况 

股份状态 数量 

辜国文 境内自然人 9.16% 3,824,236 3,824,236 不适用 0 

王胜利 境内自然人 9.16% 3,824,236 3,824,236 不适用 0 

胡泓 境内自然人 9.16% 3,824,236 3,824,236 不适用 0 

杨波 境内自然人 9.16% 3,824,236 3,824,236 不适用 0 

何沁修 境内自然人 9.16% 3,824,236 3,824,236 不适用 0 

深圳市爱矽电子装备合伙企业（有限合

伙） 

境内非国有

法人 
5.17% 2,158,122 2,158,122 不适用 0 

深圳市西博创业投资合伙企业（有限合

伙）－吉安市西博壹号自控创投合伙企业

（有限合伙） 

其他 4.55% 1,896,806 0 不适用 0 

宁波丰年荣通投资管理有限公司－宁波梅

山保税港区丰年君和创业投资合伙企业

（有限合伙） 

其他 4.11% 1,716,524 0 不适用 0 

深圳哈勃科技投资合伙企业（有限合伙） 
境内非国有

法人 
3.00% 1,251,818 1,251,818 不适用 0 

醴陵众微创新创业投资基金合伙企业（有

限合伙） 

境内非国有

法人 
2.82% 1,175,224 0 不适用 0 

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 

股东名称 持有无限售条件股份数量 
股份种类 

股份种类 数量 

深圳市西博创业投资合伙企业（有限合伙）－吉安市西

博壹号自控创投合伙企业（有限合伙） 
1,896,806 

人民币普

通股 

1,896,

806 

宁波丰年荣通投资管理有限公司－宁波梅山保税港区丰

年君和创业投资合伙企业（有限合伙） 
1,716,524 

人民币普

通股 

1,716,

524 

醴陵众微创新创业投资基金合伙企业（有限合伙） 1,175,224 
人民币普

通股 

1,175,

224 

深圳市西博创新投资有限公司－吉安市西博汇鑫贰号创

业投资合伙企业（有限合伙） 
1,082,466 

人民币普

通股 

1,082,

466 

宁波丰年景顺投资管理有限公司－成都川创投丰年君传

军工股权投资基金合伙企业（有限合伙） 
757,740 

人民币普

通股 

757,7

40 

深圳市西博创新投资有限公司－吉安市西博汇鑫三号创

投合伙企业（有限合伙） 
618,532 

人民币普

通股 

618,5

32 

顾乡 545,455 
人民币普

通股 

545,4

55 

林志强 333,700 
人民币普

通股 

333,7

00 

广发证券股份有限公司－国泰中证半导体材料设备主题 284,700 人民币普 284,7
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交易型开放式指数证券投资基金 通股 00 

国信证券股份有限公司 246,136 
人民币普

通股 

246,1

36 

上述股东关联关系或一致行动的说明 

公司控股股东、实际控制人何沁修、王胜利、杨波、辜国

文、胡泓分别于 2017 年 9 月及 2021 年 8 月签署了《一致行

动协议》及《一致行动协议之补充协议》，其五人为一致行

动关系。深圳市爱矽电子装备合伙企业（有限合伙）执行事

务合伙人为何沁修、王胜利、杨波、辜国文、胡泓，其五人

共合计持有深圳市爱矽电子装备合伙企业（有限合伙）

12.12%的权益。 

前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 

□适用 不适用 

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 

□适用 不适用 

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 

□适用 不适用 

（三） 限售股份变动情况 

适用 □不适用 

单位：股 

股东名称 
期初限售

股数 

本期解除

限售股数 

本期增加

限售股数 

期末限售

股数 
限售原因 

拟解除限售日

期 

辜国文 3,824,236 0 0 3,824,236 首发前限售股 
2028 年 3 月 24

日 

王胜利 3,824,236 0 0 3,824,236 首发前限售股 
2028 年 3 月 24

日 

胡泓 3,824,236 0 0 3,824,236 首发前限售股 
2028 年 3 月 24

日 

杨波 3,824,236 0 0 3,824,236 首发前限售股 
2028 年 3 月 24

日 

何沁修 3,824,236 0 0 3,824,236 首发前限售股 
2028 年 3 月 24

日 

深圳市爱矽电子装备合伙企业

（有限合伙） 
2,158,122 0 0 2,158,122 首发前限售股 

2028 年 3 月 24

日 

深圳市西博创业投资合伙企业

（有限合伙）－吉安市西博壹号

自控创投合伙企业（有限合伙） 

1,896,806 1,896,806 0 0 首发前限售股 
2026 年 3 月 24

日 

宁波丰年荣通投资管理有限公司

－宁波梅山保税港区丰年君和投

资合伙企业（有限合伙） 

1,716,524 1,716,524 0 0 首发前限售股 
2026 年 3 月 24

日 

深圳哈勃科技投资合伙企业（有 1,251,818 0 0 1,251,818 首发前限售股 2028 年 3 月 24
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限合伙） 日 

醴陵众微创新创业投资基金合伙

企业（有限合伙） 
1,175,224 1,175,224 0 0 首发前限售股 

2026 年 3 月 24

日 

深圳市西博创新投资有限公司－

吉安市西博汇鑫贰号创业投资合

伙企业（有限合伙） 

1,082,466 1,082,466 0 0 首发前限售股 
2026 年 3 月 24

日 

宁波丰年景顺投资管理有限公司

－成都川创投丰年君传军工股权

投资基金合伙企业（有限合伙） 

757,740 757,740 0 0 首发前限售股 
2026 年 3 月 24

日 

林志强 750,000 750,000 0 0 首发前限售股 
2026 年 3 月 24

日 

深圳市西博创新投资有限公司－

吉安市西博汇鑫三号创投合伙企

业（有限合伙） 

618,532 618,532 0 0 首发前限售股 
2026 年 3 月 24

日 

顾乡 545,455 545,455 0 0 首发前限售股 
2026 年 3 月 24

日 

深圳市西博创业投资合伙企业

（有限合伙）－吉安市西博聚鑫

贰号创业投资合伙企业（有限合

伙） 

221,588 221,588 0 0 首发前限售股 
2026 年 3 月 24

日 

赵英 100 0 0 100 高管锁定股 
2026 年 5 月 28

日 

合计 31,295,555 8,764,335 0 22,531,220 -- -- 

三、其他重要事项 

□适用 不适用 

四、季度财务报表 

（一） 财务报表 

1、合并资产负债表 

编制单位：矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 

 

单位：元 

项目 期末余额 期初余额 

流动资产： 
  

货币资金 241,531,016.61 278,871,452.84 

结算备付金   

拆出资金   

交易性金融资产 303,000,000.00 316,000,000.00 

衍生金融资产   

应收票据 32,407,259.27 33,780,590.38 

应收账款 150,216,804.35 159,324,755.54 

应收款项融资 28,914,825.11 19,208,252.34 

预付款项 9,464,165.93 4,248,596.36 

应收保费   

应收分保账款   

应收分保合同准备金   

其他应收款 3,042,645.96 2,558,476.10 

其中：应收利息   
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应收股利   

买入返售金融资产   

存货 331,288,574.82 284,738,955.84 

其中：数据资源   

合同资产 11,462,904.25 13,729,137.97 

持有待售资产   

一年内到期的非流动资产 34,091,744.64 32,159,942.54 

其他流动资产 13,249,603.18 5,700,405.38 

流动资产合计 1,158,669,544.12 1,150,320,565.29 

非流动资产： 
  

发放贷款和垫款   

债权投资   

其他债权投资   

长期应收款 47,515,796.39 46,712,275.63 

长期股权投资   

其他权益工具投资   

其他非流动金融资产   

投资性房地产 1,161,298.74 1,216,049.79 

固定资产 10,782,132.05 10,889,591.22 

在建工程   

生产性生物资产   

油气资产   

使用权资产 8,732,945.96 1,148,530.53 

无形资产 2,431,958.34 2,701,138.02 

其中：数据资源   

开发支出   

其中：数据资源   

商誉   

长期待摊费用 2,140,568.30 2,264,107.78 

递延所得税资产 17,411,065.33 13,163,765.88 

其他非流动资产 164,988,278.00 163,392,742.53 

非流动资产合计 255,164,043.11 241,488,201.38 

资产总计 1,413,833,587.23 1,391,808,766.67 

流动负债： 
  

短期借款   

向中央银行借款   

拆入资金   

交易性金融负债   

衍生金融负债   

应付票据 57,432,928.34 76,295,705.35 

应付账款 59,831,389.50 33,371,109.90 

预收款项   

合同负债 75,562,871.55 49,476,009.76 

卖出回购金融资产款   

吸收存款及同业存放   

代理买卖证券款   

代理承销证券款   

应付职工薪酬 8,266,814.55 15,173,167.88 

应交税费 1,018,191.43 1,156,618.11 

其他应付款 2,795,675.52 2,514,513.24 

其中：应付利息   

应付股利   

应付手续费及佣金   

应付分保账款   
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持有待售负债   

一年内到期的非流动负债 3,113,070.50 414,054.47 

其他流动负债 13,061,036.73 14,446,753.49 

流动负债合计 221,081,978.12 192,847,932.20 

非流动负债： 
  

保险合同准备金   

长期借款   

应付债券   

其中：优先股   

永续债   

租赁负债 5,723,208.12 772,704.98 

长期应付款   

长期应付职工薪酬   

预计负债 2,252,328.32 2,632,360.64 

递延收益 2,888,461.58 3,073,998.89 

递延所得税负债 233,487.98  

其他非流动负债   

非流动负债合计 11,097,486.00 6,479,064.51 

负债合计 232,179,464.12 199,326,996.71 

所有者权益： 
  

股本 41,727,274.00 41,727,274.00 

其他权益工具   

其中：优先股   

永续债   

资本公积 735,970,578.61 735,970,578.61 

减：库存股   

其他综合收益   

专项储备   

盈余公积 20,863,637.00 20,863,637.00 

一般风险准备   

未分配利润 384,049,547.39 394,448,379.03 

归属于母公司所有者权益合计 1,182,611,037.00 1,193,009,868.64 

少数股东权益 -956,913.89 -528,098.68 

所有者权益合计 1,181,654,123.11 1,192,481,769.96 

负债和所有者权益总计 1,413,833,587.23 1,391,808,766.67 

法定代表人：何沁修    主管会计工作负责人：付亚芬      会计机构负责人：付亚芬 

2、合并利润表 

单位：元 

项目 本期发生额 上期发生额 

一、营业总收入 31,380,326.81 92,366,957.65 

其中：营业收入 31,380,326.81 92,366,957.65 

利息收入   

已赚保费   

手续费及佣金收入   

二、营业总成本 48,370,764.95 82,387,173.45 

其中：营业成本 21,628,610.55 59,724,405.16 

利息支出   

手续费及佣金支出   

退保金   

赔付支出净额   
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提取保险责任准备金净额   

保单红利支出   

分保费用   

税金及附加 260,348.32 369,669.22 

销售费用 6,021,402.54 4,105,880.64 

管理费用 4,884,007.15 4,560,997.26 

研发费用 16,343,452.95 14,690,279.28 

财务费用 -767,056.56 -1,064,058.11 

其中：利息费用 110,908.37 45,465.19 

利息收入 893,790.00 1,126,212.39 

加：其他收益 1,962,909.08 3,502,214.05 

投资收益（损失以“－”号填

列） 
1,590,411.27 149,993.61 

其中：对联营企业和合营

企业的投资收益 
  

以摊余成本计量的

金融资产终止确认收益 
  

汇兑收益（损失以“-”号填列）   

净敞口套期收益（损失以“－”

号填列） 
  

公允价值变动收益（损失以

“－”号填列） 
  

信用减值损失（损失以“-”号填

列） 
-1,036,298.63 -1,246,154.92 

资产减值损失（损失以“-”号填

列） 
-208,936.84 -1,391,712.25 

资产处置收益（损失以“-”号填

列） 
  

三、营业利润（亏损以“－”号填列） -14,682,353.26 10,994,124.69 

加：营业外收入 -11,155.45 754,561.24 

减：营业外支出 147,949.63 34,194.91 

四、利润总额（亏损总额以“－”号填

列） 
-14,841,458.34 11,714,491.02 

减：所得税费用 -4,013,811.49 92,288.22 

五、净利润（净亏损以“－”号填列） -10,827,646.85 11,622,202.80 

（一）按经营持续性分类 
  

1.持续经营净利润（净亏损以“－”

号填列） 
  

2.终止经营净利润（净亏损以“－”

号填列） 
  

（二）按所有权归属分类 
  

1.归属于母公司所有者的净利润 -10,398,831.64 11,504,343.53 

2.少数股东损益 -428,815.21 117,859.27 

六、其他综合收益的税后净额   

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额 
  

（一）不能重分类进损益的其他

综合收益 
  

1.重新计量设定受益计划变动

额 
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2.权益法下不能转损益的其他

综合收益 
  

3.其他权益工具投资公允价值

变动 
  

4.企业自身信用风险公允价值

变动 
  

5.其他   

（二）将重分类进损益的其他综

合收益 
  

1.权益法下可转损益的其他综

合收益 
  

2.其他债权投资公允价值变动   

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额 
  

4.其他债权投资信用减值准备   

5.现金流量套期储备   

6.外币财务报表折算差额   

7.其他   

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额 
  

七、综合收益总额 -10,827,646.85 11,622,202.80 

归属于母公司所有者的综合收益总

额 
-10,398,831.64 11,504,343.53 

归属于少数股东的综合收益总额 -428,815.21 117,859.27 

八、每股收益： 
  

（一）基本每股收益 -0.25 0.37 

（二）稀释每股收益 -0.25 0.37 

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 

法定代表人：何沁修       主管会计工作负责人：付亚芬      会计机构负责人：付亚芬 

3、合并现金流量表 

单位：元 

项目 本期发生额 上期发生额 

一、经营活动产生的现金流量： 
  

销售商品、提供劳务收到的现金 47,411,317.97 71,620,185.34 

客户存款和同业存放款项净增加额   

向中央银行借款净增加额   

向其他金融机构拆入资金净增加额   

收到原保险合同保费取得的现金   

收到再保业务现金净额   

保户储金及投资款净增加额   

收取利息、手续费及佣金的现金   

拆入资金净增加额   

回购业务资金净增加额   

代理买卖证券收到的现金净额   

收到的税费返还 433,384.57 2,578,250.04 

收到其他与经营活动有关的现金 1,549,408.02 2,649,946.72 

经营活动现金流入小计 49,394,110.56 76,848,382.10 

购买商品、接受劳务支付的现金 47,054,189.71 34,215,303.70 

客户贷款及垫款净增加额   



矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 2026 年第一季度报告 

12 

存放中央银行和同业款项净增加额   

支付原保险合同赔付款项的现金   

拆出资金净增加额   

支付利息、手续费及佣金的现金   

支付保单红利的现金   

支付给职工以及为职工支付的现金 35,527,516.78 32,319,645.76 

支付的各项税费 1,896,089.52 5,964,530.43 

支付其他与经营活动有关的现金 4,201,389.90 6,149,078.07 

经营活动现金流出小计 88,679,185.91 78,648,557.96 

经营活动产生的现金流量净额 -39,285,075.35 -1,800,175.86 

二、投资活动产生的现金流量： 
  

收回投资收到的现金 295,000,000.00  

取得投资收益收到的现金 861,411.27  

处置固定资产、无形资产和其他长

期资产收回的现金净额 
30.00  

处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额 
  

收到其他与投资活动有关的现金   

投资活动现金流入小计 295,861,441.27  

购建固定资产、无形资产和其他长

期资产支付的现金 
1,396,166.95 200,904.00 

投资支付的现金 282,000,000.00  

质押贷款净增加额   

取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额 
  

支付其他与投资活动有关的现金   

投资活动现金流出小计 283,396,166.95 200,904.00 

投资活动产生的现金流量净额 12,465,274.32 -200,904.00 

三、筹资活动产生的现金流量： 
  

吸收投资收到的现金  501,575,497.32 

其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金 
  

取得借款收到的现金   

收到其他与筹资活动有关的现金   

筹资活动现金流入小计  501,575,497.32 

偿还债务支付的现金   

分配股利、利润或偿付利息支付的

现金 
  

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润 
  

支付其他与筹资活动有关的现金 904,262.29 4,305,054.28 

筹资活动现金流出小计 904,262.29 4,305,054.28 

筹资活动产生的现金流量净额 -904,262.29 497,270,443.04 

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响 
  

五、现金及现金等价物净增加额 -27,724,063.32 495,269,363.18 

加：期初现金及现金等价物余额 248,951,915.55 263,770,634.51 

六、期末现金及现金等价物余额 221,227,852.23 759,039,997.69 

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 

□适用 不适用 



矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 2026 年第一季度报告 

13 

（三） 审计报告 

第一季度财务会计报告是否经过审计 

□是 否 

公司第一季度财务会计报告未经审计。 

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司董事会 

2026 年 4 月 22 日 

 


